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	该项目紧密围绕后摩尔时代集成电路产业的国家战略需求，依托国家自然基金重大项目、浙江省重大项目和校企重大合作项目，在超紧凑芯片集成系统高能效电磁抑制科学研究和工程设计方面取得重要理论创新成果与关键技术突破:1)发现微纳尺度芯片超紧凑集成系统中的近场电磁倏逝模态纠缠现象，揭示了近场电磁波干涉与全角谱域约束的内在等价机理;2)提出微纳尺度芯片超紧凑集成系统中的空间色散修正广义表面阻抗模型，突破了经典场路协同理论无法精准表征宽角域高能效电磁抑制的固有局限;3)发现微纳尺度芯片超紧凑集成系统中的高能效频选结构电磁抑制设计科学新方法，攻克了传统抑制结构在大入射角下性能频漂与能量泄漏的关键科学问题。
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第一完成人获本领域国际三大奖:最高奖理查德·斯托达特杰出成就奖、劳仑斯·克明卓越贡献奖和技术成就奖，是三大奖全球唯一华人获奖者。由于在芯片集成电磁理论方面的突出贡献，第一完成人当选2025年中国工程院外籍院士、入选新加坡工程院院士、首批国家特聘专家、长江学者讲座教授和1EEE Fellow，创建了亚太国际电磁兼容学会。
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